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投资者关系活动

类别

☑特定对象调研    □分析师会议

□媒体采访        □业绩说明会

£新闻发布会      □路演活动

□现场参观

□其他

参与单位名称及

人员姓名

金鹰基金、浙江伟星资产、中金公司、尚诚资产、人保资

产、长江证券、弘尚资产、宏道投资、东方证券、申万宏源

证券、泽鑫毅德、百年资产、重阳战略、百川投资、凯华投

资、睿胜投资、新活力资本、吉富创投、长江资管、首创证

券、大横琴香港、万家基金、中信证券

时间 2025年 4月 29日

地点 线上电话会

上市公司接待人

员姓名

董事会秘书：万灵芝

投资者关系活动

主要内容介绍

一、公司的基本情况介绍及最近主要变化。

广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或

“公司”），成立于 1999年，于 2019年 12月在上交所科创

板上市，股票代码：688268。华特气体是一家专注于特种气

体国产化，聚焦主营业务发展的公司；长期以来，公司坚持

自主可控、创新发展，是率先打破极大规模集成电路、新型

显示面板、高端装备制造、新能源等尖端领域气体材料进口

制约的气体厂商。

公司主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，

辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一

站式综合应用解决方案。公司的特种气体主要面向集成电

路、显示面板、光伏新能源、光纤光缆等新兴产业。随着信



息化、智能化技术的快速发展，半导体芯片及器件产品在半

导体照明、新一代移动通信、智能电网、新能源汽车、智能

驾驶、数据中心、消费类电子等领域得到广泛应用。公司的

电子特种气体产品在电子领域实现了包括高纯四氟化碳、高

纯六氟乙烷、光刻气、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯

氨、高纯一氧化氮、高纯三氟甲烷、高纯八氟丙烷、锗烷、

高纯乙烯、高纯甲烷、高纯六氟丁二烯等众多产品的进口替

代。公司自主研发的氟碳类、光刻稀混气类、氢化物、氮氧

化合物等产品主要应用在芯片制程工艺中的刻蚀、清洗、光

刻、外延、沉积/成膜、离子注入等环节。

公司掌握了特种气体从生产、存储、检测到应用服务全

流程涉及的关键技术，包括气体合成、纯化、混配、气瓶处

理、分析检测以及供气系统的设计、安装、日常维护等环

节。公司精益求精，在原有核心技术基础上不断深入研究，

持续提升各节点技术水平，追求更高的纯度、更低的杂质含

量、更稳定的质量、更高的检测精度。公司经过多年行业沉

淀在高端市场领域形成了突破，积累了中芯国际、华润微电

子、长江存储、韩国三星、新加坡美光、UMC、台积电等众多

优质客户，尤其在集成电路领域，对国内 8-12寸芯片厂商的

覆盖率处于行业领先地位。公司有超过 20个产品已经批量供

应 14纳米先进工艺，超过 13个产品供应到 7 纳米先进工

艺，2个产品进入到 5纳米先进工艺。第三代功率器件半导体

方面，公司产品满足碳化硅（SiC）与氮化镓（GaN）等生产

需求。公司也已进入到全国最大的氮化镓厂和碳化硅厂供应

链。

在气体分析检测领域，公司在业内首创准分子激光气中

微量氟的检测关键技术，解决了重组分、百分比浓度含氟量

等行业检测难题。公司自主研发有 Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/



Ne、Kr/F/Ne和 Ar/Ne/Xe等多款光刻混合气，公司是国内唯

一一家同时通过荷兰 ASML公司和日本 GIGAPHOTON 株式会社

认证的气体公司，并且多款光刻气在半导体厂得到广泛应

用。

经过三十多年的发展，公司的技术积累日益深厚。截至

2024 年末，公司累计取得 243项专利，其中 37 项发明专

利、203项实用新型专利及3项外观设计专利。公司主持或参

与制定包括多项电子工业用气体国家标准在内的 62项标

准，6项行业标准，1项国际标准和 11项团体标准。公司承

担了国家重大科技专项（02专项）中的《高纯三氟甲烷的研

发与中试》课题等重点科研项目，还承担了广东省战略性新

兴产业区域集聚发展试点（新一代显示技术）项目中的“平

板显示器用特种气体”研发，公司于 2017年、2019年、2021

年、2023年作为唯一的气体公司连续四届入选“中国电子化

工材料专业十强”。2023年公司荣获中国集成电路创新联盟

第六届“IC创新奖”成果产业化奖（集成电路用稀混光刻气

的研发与产业化）、公司入选国家级第五批专精特新“小巨

人”企业、荣获“广东省专精特新中小企业”、“广东省创

新型中小企业”、“广东省专利奖优秀奖”、“广东省制造

业单项冠军”、“2023 年度佛山市科技领军企业（创新效

能）”等奖项荣誉。报告期内，公司荣获“2023年度全国气

体标准化先进单位”、“2023年度梅州扶贫济困奖铜奖”、

“2024年佛山市南海区政府质量奖”、“2024上市公司口碑

榜（新材料最具成长上市公司）”、“TOP20 大湾区上市公

司-公司治理”等荣誉称号。

二、问答环节

1、2025年第一季度报告业绩解读？



答：2025年第一季度公司实现营业总收入 33,787.70 万

元，同比增长 1.57%，实现归属于母公司股东的净利润

4,439.65 万元，同比下降 1.55%，实现归属于母公司股东的

扣除非经常性损益的净利润 4,127.81 万元，同比下降

5.41%；报告期末，公司总资产 344,248.32 万元，较报告期

初增长4.28%，归属于上市公司股东的净资产199,716.43 万

元，较报告期初增长2.43%。

报告期内，公司紧密围绕市场需求，充分发挥自身技术

优势，积极采取一系列措施，包括优化业务模式、升级生产

线、开展技术改造等，有效提升了产能以及高附加值产品的

自主可控能力，成功优化了毛利水平。同时，报告期内由于

计提可转债利息费用，公司利润也受到了一定程度的影响。

2、公司产品是否在第三代功率半导体中有应用？是否已

经有供应产品给下游厂商？

答:在第三代功率器件半导体方面，公司产品满足碳化硅

（SiC）与氮化镓（GaN）等第三代半导体的生产需求。公司

产品也已进入到全国最大的氮化镓生产厂商和碳化硅生产厂

商供应链。

3、美国“对等关税”政策是否对公司有影响？在机遇和

挑战中公司有哪些应对措施？

答：公司产品出口到 50多个国家和地区，公司并非依赖

对美出口，公司出口美国的销售收入占比很小。目前，海外

气体巨头依然占据国内特气市场的主导地位，公司在国内的

特气市场份额占比不到 5%，还有很大的提升空间，公司将积

极与国内科研机构、高校合作，共同攻克技术难题，加快推



进国产特气的产业化进程。

4、公司一季度研发费用同比下降的原因?后续还有哪些

重点产品开发工作？

答：公司专注特种气体研发，坚持国产化替代路径。公

司恪守“持续创新，追求卓越”的研发宗旨，将特种气体的

研发作为核心驱动力，加大形成“生产一批、储备一批、研

发一批”的产品研发能力的构建，全力优化电子特种气体产

品线，助力国产化进程的加速，同时加强与产学研各界的合

作，以不断提升产品的技术水平和市场竞争力为己任。2024

年内，公司部分研发项目已经完结，部分研发产品已实现量

产，部分项目小试取得初步成效，部分项目前期设备等投入

完成，且本期新增研发项目仍在较前期阶段投入较少所致。

后续公司将加紧实现新型氟碳气体、硅基前驱体等项目的生

产建设及全面推进市场导入工作。

5、公司产品是否在 HBM中有应用？HBM将为行业带来哪

些展望？

答：公司有为部分客户 HBM产品的 TSV工艺提供先进刻

蚀气体，目前占比很小。SEMI预测，在人工智能计算的推动

下，中国持续强劲的设备支出以及对 DRAM（尤其是 HBM）和

3D NAND的大量投资推动了对先进逻辑和存储应用的需求增

加，展望 2025 年，晶圆厂设备领域的销售额预计将增长

14.7%，达到 1,130亿美元，设备投资的增长预期将推动全球

半导体领域的材料需求进一步提升。

6、公司产品国产替代的进程？2025 年会推出哪些新产

品？



答：公司拥有丰富多元的特种气体品类优势，在产品认

证方面，公司将全力推动更多产品进入境内外半导体厂的认

证。公司凭借多年研发经验与技术创新上的积累，从上市之

初的只有 22款产品实现进口替代，到现在已有 55款产品可

实现进口替代。2025年，公司将加速推进乙硅烷、溴化氢等

高端电子特气产品的成果转化，加快产品认证进程，提升产

品的市场竞争力和占有率，进一步夯实公司电子特种气体产

品的自主可控能力。

7、公司普通工业气体业务的业绩情况？普通工业气体行

业展望？

答：2024年，公司普通工业气体业务实现营收同比增长

7.23%，毛利率同比增加 2.47个百分点；2025年第一季度，

公司普通工业气体业务仍延续同比增长趋势。根据亿渡数据

预测，2025 年全球普通工业气体市场规模可达到 12,539亿

元，国内市场规模可达到 2,325亿元。

附件清单（如

有）

无

日期 2025年 4月 30日


	答：公司有为部分客户HBM产品的TSV工艺提供先进刻蚀气体，目前占比很小。SEMI预测，在人工智能计算的推动下，中国持续强劲的设备支出以及对DRAM（尤其是HBM）和3D NAND的大量投资推动了对先进逻辑和存储应用的需求增加，展望2025年，晶圆厂设备领域的销售额预计将增长14.7%，达到1,130亿美元，设备投资的增长预期将推动全球半导体领域的材料需求进一步提升。

